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Arto Nikkilä, Pasi Arvela & Jarmo Lilja

28. MATERIAALIN PINNAN 
ANALYSOINTILAITTEIDEN 
KEHITYKSESTÄ
Tiivistelmä

TAMKSSA ON YHDESSÄ Tampereen teknillisen yliopiston Sys-
teemitekniikan laitoksen kanssa kehitetty fotometriseen ste-
reoon perustuvaa viistovalokuvaus-konenäkömenetelmää 

ja uusi mittausmenetelmä pinnasta irtoavien partikkelien määrän 
mittaamiseen. Mittausmenetelmien kehitystyö jatkuu yritysten 
kehittyvien tarpeiden ohjaamana.

Kehitystyö monipuolistaa TAMKin jo ennestään laaja-alaista 
mittauspalvelutoimintaa uusilla menetelmillä, joilla saavutetaan 
merkittävää kilpailuetua. 

Tausta, tavoitteet ja toteutuksen kuvaus

Pakkauskartongit ja -paperit tulevat olemaan biohajoavuutensa 
ja kierrätettävyytensä ansiosta Suomen teollisuudelle merkittä-
viä globaaleille markkinoille suunnattuja tuotteita. Kehitettävää 
menetelmää voidaan käyttää materiaalin pinnan rakenteen tasai-

trendi on, että materiaalia pinnan analysointi tapahtuu ilman mit-
taussensorin kosketusta.

-
kömenetelmää on kehitetty TAMKin paperi- ja pakkauslaboratori-
ossa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston Systeemitekniikan 

-
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-
lä kuva-analyysillä päästään myös kiinni tuotteen pinnan laatua 
kuvaaviin ominaisuuksiin. 

Kuva 1. Paperi- ja pakkauslaboratorion viistovalokuvauslaite 

materiaalin pinnasta otetaan kuvia konenäkökameralla ja kuvia 
-

luilla, joita on kehitetty TTYn Systeemitekniikan laitoksella.

Aiemmin on kehitetty myös uusi mittausmenetelmä pinnasta 
irtoavien partikkelien määrän mittaamiseen. Menetelmän toimi-
vuus on pystytty osoittamaan aikaisemmin TAMKssa. Laitteen 
kehitys kuvantamismenetelmiä hyödyntäväksi yhdistämällä sii-
hen tehokas konenäkö on nyt ajankohtaista. Tässäkin yhteistyö 

-
kuu ja vahvistuu Tampere3-hankkeen edistyessä. Aihepiiristä on 
tehty noin 15 opinnäytetyötä.                            
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Kuva 2. Yhteistyön vaiheet

Tulokset ja jatkotoimenpiteet

TAMKssa fotometriseenstereoon perustuvaa viistovalokuvauslai-
tetta on vuosien 2015–2017 aikana kehitetty ja kehitetään opiskeli-
joiden projekti- ja opinnäytetöinä ja harjoitteluna. Viistovalokuva-
uslaitteessa on tehty seuraavia töitä:

Laitteen toimintojen määrittely ja laiterakenteen 
suunnittelu ja toteutus

Valaistusjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

Laitteen käyttöliittymän suunnittelu, toteutus ja tes-

-
to ja soveltaminen
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Hankkeeseen on saatu merkittävää kuvantamisosaamista 
TTY:n Systeemitekniikan laitokselta. Valmet Automation on tuke-
nut hanketta ja osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja alan teolli-
suuden tarpeiden osoittamiseen.  Muita yritysyhteistyökumppa-

Oy. Erityistä kuvankäsittelyosaamista on saatu myös yhteistyöstä 
HAMKn Valkeakosken yksikön kanssa.

TAMKssa fotometriseen stereoon perustuvaa viistovaloku-
vauslaitetta voidaan hyödyntää ja sillä on merkittävää kysyn-
tää myytävänä palveluna, kuvantamisen oppimisympäristönä ja 
kuvantamiseen ja analysointiin liittyvissä asiakasprojekteissa ja 
-hankkeissa. 

Lisäksi mittausmenetelmien kehitystyö lisää TAMKiin kuvan-
tamisen, tietotekniikan ja muun mittaamisen osaamista, joita voi-

-
sä.
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